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Kameras sind die Sensoren der 
Zukunft. Immer mehr industrielle 
Anwendungen profitieren von ihrer 
Datentiefe, Flexibilität und umfas-
senden Auswertbarkeit. Gleich-
zeitig stellt die Integration von Bild-
verarbeitung im Vergleich zum Ein-
satz herkömmlicher Sensoren deut-
lich höhere Anforderungen an das 
Design der Elektronik – längere 
Entwicklungszeiten und höhere 
Kosten sind häufig die Folge. Das 
muss nicht sein, zeigt hema elec-
tronic: mit einem modularen Design 
für Hard- und Software verkürzt das 
Unternehmen Entwicklungszeiten 
drastisch und macht Upgrades ein-

fach möglich. Individualität, Indus-
trietauglichkeit und Serienoptimie-
rung der Lösung stehen dabei an 
erster Stelle.

Bildverarbeitung ist 
allgegenwärtig

Ob zum Erkennen spezifischer 
Formen und Eigenschaften in der 
Qualitätssicherung, in Verkehrs-
anwendungen, Sicherheitstechnik, 
Agrarindustrie oder Sport: Bildver-
arbeitung ist allgegenwärtig und 
bietet dem Anwender eine größt-
mögliche Datentiefe und umfas-
sende Möglichkeiten für die Ana-
lyse – Machine Vision boomt. Auch 
im Automobil- und Consumer-Markt 
kommen Kameras in immer mehr 
Anwendungen zum Einsatz und 
treiben die Entwicklung kleiner, lei-
stungsstarker Sensoren und entspre-
chender Anwendungen voran. Davon 
profitiert die Industrie, die innovative 
Lösungen adaptiert. Verbunden mit 
dem schnellen technologischen Fort-
schritt steigt auch hier der Innovati-
onsdruck und Entwicklungs zyklen 
werden immer kürzer. „Das stellt 
Unternehmen vor große Heraus-
forderungen, weil Projekte mit Bild-
verarbeitung auf Grund ihrer Kom-
plexität in der Regel längere Ent-
wicklungszeiten benötigen“, sagt 
Oliver Helzle, Geschäftsführer von 
hema electronic. „Dazu kommt die 
aktuelle Corona-Krise, die durch 
Kurzarbeit und aufgeschobene Pro-

jekte den Stau in den Entwicklungs-
abteilungen zusätzlich erhöht. Wie 
können wir Unternehmen wirksam 
unterstützen, damit sie ihre Pro-
dukte schneller zur Serienreife brin-
gen können? – Diese Frage hat uns 
zur Entwicklung unserer modularen 
Designplattform geführt.“ 

Schneller Einstieg in die 
Softwareentwicklung

Die hema Designplattform ist spe-
ziell auf die Anforderungen von Em-
bedded Vision Anwendungen zuge-
schnitten. Sie umfasst die Hard-
ware ebenso wie Middleware und 
ein umfassendes Softwaregerüst. 
Innerhalb von nur rund sechs Wochen 
erhalten Kunden eine individuelle 
Lösung, mit der sie ihre eigenen 
Applikationen schnell und unkom-
pliziert entwickeln, implementieren 
und testen können. Oliver Helzle: 
„Unser Ziel war es, die Entwicklung 
in der Anfangsphase zu beschleuni-
gen und Kunden sehr schnell eine 
Hardware-Umgebung für ihre Em-
bedded Vision Projekte zur Ver-
fügung zu stellen. Das schafft die 
Voraussetzungen für die weitere 
Softwareentwicklung. In der Haupt-
phase bleiben dann mehr Zeit und 
Kapazität für die Weiterentwicklung 
zur Serienreife.“ Dank erprobter und 
industrietauglicher Schaltungen 
und Komponenten ist der Prototyp 
von hema bereits sehr nahe an der 
späteren Serienhardware, sodass 
Serien optimierung und Produktions-
start ebenfalls in wenigen Wochen 
erfolgen können.

45 Building Blocks für frei 
konfigurierbare Hardware

Die Besonderheit der Designplatt-
form ist das modulare Konzept. Es 
besteht aus FPGA-basierten System 
on Modules (SoM) und individuellen 
Mainboards, die aus derzeit bereits 
über 45 Building Blocks frei konfi-
guriert werden können. Anwender 
wählen dazu einfach die benötigten 
Schnittstellen aus der Bibliothek der 
Hardware Building Blocks aus. Stan-
dard-Interfaces wie Ethernet, USB, 
CAN und Wifi / Bluetooth sind dabei 
ebenso vorhanden wie die gängigen 
Videoschnittstellen. Im Hardware-
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design bei hema gibt es für jeden 
Building Block entsprechende Vor-
lagen für Schaltplan und Layout. 
Lediglich das Routing muss jeweils 
individuell angepasst werden. Vor-
teil für den Kunden: Innerhalb kür-
zester Zeit und zu überschaubaren 
Entwicklungskosten erhält er seine 
individuelle Elektronik. Entgegen 
einer kompletten Neuentwicklung 
kommen dabei vielfach bewährte und 
industrietaugliche Schaltungen zum 
Einsatz. Kundenspezifische Schal-
tungen oder noch nicht in der hema-
Bibliothek vorhandene Funktionen 
können unkompliziert integriert wer-
den. Die Entwicklung und Fertigung 
der Hardware erfolgen unter einem 
Dach am Standort des Unterneh-
mens im schwäbischen Aalen. Das 
sorgt für kurze Wege, Schnelligkeit 

und Flexibilität in der Entwicklung, 
Produktion und Lieferung.

Zukunftsfähig: SoMs mit 
skalierbarer Leistung

Die Rechenleistung für die Em-
bedded Vision Plattform stellen 
System on Modules von Enclustra 
bereit. Sie sind mit unterschiedlichen 
Leistungsklassen, Prozessoren und 
Speicherausbauten erhältlich. Ein 
standardisiertes Interface sorgt für 
Kompatibilität und macht Upgrades 
oder Produktvarianten ohne die auf-
wendige Neuentwicklung der Elek-
tronik möglich. Ein weiterer Vor-
teil des Modulkonzepts: die EMV-
kritischen Komponenten rund um 
den Prozessor sind hier bereits in-
tegriert. Das reduziert die Komple-
xität bei der Entwicklung des Main-

boards – und damit erneut Aufwand 
und Kosten. Als exklusiver Han-
delspartner des Schweizer SoM-
Herstellers Enclustra kennt hema 
die Module im Detail und setzt sie 
erfolgreich in zahlreichen Kunden-
projekten ein.

Optimale Software-Basis für 
Applikationen

Softwareentwicklung nimmt einen 
immer größeren Anteil am Entwick-
lungsaufwand für Bildverarbeitungs-
systeme ein. Modularer Aufbau und 
skalierbare Leistung des hema 
Design Systems ermög lichen hier 
eine optimale Wiederverwendbarkeit. 
Außerdem unterstützt das Unterneh-
men seine Kunden mit umfassenden 
Software-Biblio theken, die genauso 
ausgewählt werden können wie 
Schaltungen im Hardware-Layout. 
„Unsere Embedded Vision Exper-
ten haben ein umfassendes Soft-
waregerüst erarbeitet, das Betriebs-
system und klassische Middleware 
für die Image- und Videoverarbei-
tung umfasst“, sagt Oliver Helzle. 
„Außerdem integrieren wir Frame-
works wie MVTechs Halcon oder 
PYNQ, Algorithmen für die Aus-
wertung spezifischer Sensoren 
oder Software für die Verarbei-
tung von Bild- und Video daten. 
Unser Anspruch dabei: es soll für 
den Kunden möglichst schnell und 
einfach sein, seine eigenen Appli-

kationen zu programmieren und zu 
implementieren.“

Leistung, Schnittstellen, 
Software: einfach auswählen 
und bestellen

Mit der Embedded Vision Design 
Plattform macht hema die Entwick-
lung von Bildverarbeitungslösungen 
einfach, schnell und kostengünstig. 
Kunden wählen die benötige Rechen-
leistung und Speicherausstattung 
des FPGA-basierten System on 
Moduls, spezifizieren ihre benötigten 
Schnittstellen und die Software als 
Basis für ihre eigene Applikations-
entwicklung. In wenigen Wochen 
erhalten sie einen individuellen und 
seriennahen Prototyp ihrer Elek-
tronik, der schnell und effizient zur 
Serienreife weiterentwickelt werden 
kann. „Wir setzen bei jedem Kun-
den auf individuelle Beratung und 
bieten ihm die passgenaue Ergän-
zung seiner Kernkompetenzen – 
von der Entwicklung und Fertigung 
über die Serienqualifizierung bis hin 
zu Projekt- und Lifecycle-Manage-
ment“, sagt Oliver Helzle. „Mit der 
hema Designplattform kommen 
wir unseren Kunden jetzt schon in 
der frühesten Phase ihres Projekts 
einen großen Schritt entgegen und 
helfen, die Entwicklung zu beschleu-
nigen. Unser Team hier in Aalen 
steht bereit, das zu beweisen.“ ◄

RAFI fertigt IoT-optimierte Qualitätspro-
dukte mit integrierten Mobilfunk-Modulen, 
WiFi-Chipsets, LoRaWAN ICs, Bluetooth-
LE Controllern oder Ethernet-Schnittstellen. 
Zum Produktspektrum zählen Cloud-Access-
Netzwerkgeräte wie industrielle Mobilfunk-
Gateways, WIFI-Router und Access-Points 
sowie Mobilfunksensoreinheiten. Überdies 
bietet RAFI IoT-Lösungen für das Asset Tra-
cking, Smart Metering und die Gebäudetech-
nik. Neben technologischem Know-how und 
einem modernen Maschinenpark sorgen voll-
automatische Prüfverfahren und die durchgän-
gige Rückverfolgbarkeit für eine konstant hohe 
Fertigungsgüte. Die Bestückungsleistungen der 
SMD-Anlagen reichen von Bauteilen in Bauform 
01005, Halbleitern im Finepitch-Gehäuse bis zu 
Odd-Shape-Komponenten und schließen auch 
Sondertechnologien wie Package-on-Package 
und Pin-in-Paste ein. Von der Leiterplattenbe-
druckung über das Reflow- und Selektivlöten 

durchläuft jede Baugruppe vollautomatische 
Qualitätsinspektionen. Verschiedene Verguss-
verfahren schützen die Elektronik vor Vibration 
und Feuchtigkeit. Ein lückenloses Traceability-
System mit Unikatsnummer und Prozessver-
riegelung registriert Bauteile und Fertigungs-
prozesse für die jeweiligen Produkte und stellt 
die akkurate Verwaltung von Seriennummern, 
MAC-Adressen, FCC-IDs und Security-Schlüs-
seln sicher. Über die abschließenden mecha-
nischen und elektrischen Tests hinaus wird die 

ordnungsgemäße Sende-/Empfangs-Funk-
tionalität in HF-Abschirmboxen geprüft. Das 
EMS-Leistungsspektrum von RAFI umfasst 
alle Stufen von der Entwicklung bis zum 
Lebenszyklus- und Obsolescence-Manage-
ment für Serienprodukte einschließlich der 
Verpackung und Kennzeichnung mit Serien-
nummern, MAC-Adressen sowie den vor-
geschriebenen Normdefinitionen und Hin-
weiszeichen. Bei Projekten mit Mobilfunk-

zugang erhalten RAFI-Kunden auch hinsicht-
lich des SIM-Karten-Handlings, etwa bei der 
Vertragsadministration, den Aktivierungspro-
zessen oder dem Datenvolumen-Management 
umfassende Unterstützung. Zudem sorgt die 
Logistik von RAFI für die Fracht- und Zollab-
wicklung für den weltweiten Transport der Ware 
zu den Kunden.
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